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RELATORIO DESCRITIVO

Pedido de Patente de Invencdo para: “METODO PARA PRODUZIR UM
PORTADOR DE DADOS EM FORMA DE CARTAO”

A presente invencdo se refere a um método para produzir um
portador de dados em forma de cartdoc. Adicionalmente, a
invengdo se refere a um produto semi-acabado para portadores
de dados em forma de cartio.

Portadores de dados em formato de cartdo normalmente
possuem um corpo de cartdo, no gqual estd incorporado um
circuito integrado, e podem ser usados de uma maneira
versatil, por exemplo, em transacdes de pagamento nao
envolvendo dinheiro, para propdsitos de controle de acesso,
como documentos de identificacdo, para comprovacdo de uma
autorizagdo na 4area de telefonia mével etc. Para muitos casos
de aplicagéo,_os corpos de cértéés sdo produzidos de acordo
comv os fofmatos padronizados. Assim, por exemplo, uma
comﬁatibilidade entre os porfadores de dados em forma de
cartdo e os dispositivos de leitura fornecidos para o
respectivo caso de aplicagdo podem ser assegurados. Formatos
padronizados s&o particularmente definidos pela norma ISO-
7810. Atualmente, o) formato ID-1 é amplamente usado
especificamente de acordo com os quais, por exemplo, 0SS corpos
de cartdes de gquase todos os cartdes de crédito e cartdes de
cheque circulantes no presente sdo formados. Conseqglientemente,
ha uma grande quantidade de unidades de producdo para produzir

portadores de dados em forma de cartdo no formato ID-1.
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Para alguns casos de aplicagdo, no entanto, portadores de
dados em forma de cartdo com dimensdes distintamente menores
que aquela do formato ID-1 sao requeridas. Quantidades
especialmente grandes de portadores de dados em forma de
cartao com corpos de cartdes de formato pequeno sao
presentemente utilizadas no setor de telefonia mével. Agqui, os
portadores de dados em forma de cartdo s&o inseridos em
unidades de telefones mdveis como mdédulos de seguranca oS
quais s&o geralmente referidos como SIM. Os corpos de cartdes
destes mdédulos de seguranca normalmente possuem o formato ID-
000.

Uma vez gque J& existe um grande numero de unidades de
produgdo para portadores de dados em forma de cartdo no
formato ID-1 e portadores de dados em forma de cartdo no
formato ID-1 s&o de mais facil manuseio que o formato ID-000,
ao produzir um portador de dados em forma de cartdo no formato
ID-000, normalmente o procedimento é tal gque primeiramente um
portador de dados em forma de cartdo com um corpo de cartdo no
formato ID-1 é produzido. Dentro do corpo do cartd3o o contorno
de um corpo do cartdo ID-000 & formado pelo corpo do cartéao
ID-1 sendo cortado ou enfraquecido em certas A&reas. Neste
estado, o portador de dados em forma de cartdoc é entregue ao
cliente. O cliente separa o portador de dados em forma de
cartdo de formato ID-000 do corpo do cartdo ID-1.

Tal formagd&o de um portador de dados em forma de cartdo é

conhecida, por exemplo, em EP 0495216 A2. Neste documento, um
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cartdo ID possuindo um microprocessador é revelado, o qual &
eletricamente conectado com &reas de contato. Uma incisdo
livre, a qual é formada substancialmente retangular, cerca em
trés lados as &reas de contato e o microprocessador. Entre as
duas extremidades da incis&o livre, uma fenda é posicionada de
uma forma continua.

O procedimento conhecido para a producdo de portadores de
dados em forma de cartdo no formato ID-000 requer um esforco
adicional pelo usuario ao separar estes do corpo do cartdo ID-
l, e exige uma utilizacdo de material altamente desnecessaria,
uma vez dgue apds a separacdo do portador de dados ID-000, o
restante do corpo do cartdo ID-1 ndo possul mais func¢do e tem
que ser descartado. Uma desvantagem adicional é o grande
requerimento desnecessdrio de espaco para armazenar OS COrpos
de cartdes ID-1 antes da separacgdo dos portadores de dados ID-
000. Além disso, ¢é requerido que as maquinas de producédo
necessitem ser adaptadas para um formato maior do gue esta
para ser produzido atualmente.

A invencg&o é baseada no objeto para produzir portadores de
dados em forma de cartdo, em particular no formato ID-000 de
acordo com a norma ISO 7810, de uma maneira mais adequada
possivel.

O objeto é obtido pela combinacdo de caracteristicas
presentes na Reivindicagao 1.

Com o método de acordo com a 1invencdo para produzir um

portador de dados em forma de cartdo possuindo um corpo de
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cartdo e um circuito integrado para armazenar e/ou processar
dados, um produto semi-acabado é produzido primeiramente em um
formato padronizado de cartdo, o qual é maior gque o formato do
portador de dados em forma de cartdo. A partir do produto
semi-acabado, pelo menos um portador de dados em forma de
cartdo é destacado. O método de acordo com a invencdo é assim
caracterizado por acabar o portador de dados em forma de
cartdo em que pelo menos uma etapa de processamento por
maquina é realizado com o portador de dados em forma de cartéao
ap6s o portador de dados em forma de cartdo ser destacado do
produto semi-acabado.

A 1dinvengdo possui a vantagem que permite uma producao
eficiente e rentdvel de portadores de dados em forma de
cartdo. Agquli o usudrio nédo precisa separar manualmente o
portador de dados em forma de cartdo de um portador possuindo
um formato maior, como é comum com portadores de dados em
forma de cartdo de pequeno formato. Uma vantagem adicional é
que os portadores de dados em forma de cartdo acabados podem
ser armazenados de uma maneira a economizar espago.

O produto semi-acabado ¢é preferivelmente produzido por
tecnologia de injecdo. Uma produgdo por tecnologia de injecao
permite um alto rendimento e é rentavel. Particularmente, a
produgdo do produto semi-acabado por tecnologia de injecdo é
realizada de tal modo que o ponto de injecdo (do inglés gate)

se situa fora do portador de dados em forma de cartdo. Dessa
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forma, pode ser evitado um defeito no portador de dados em
forma de cartédo causado pelo ponto de injecédo.

Ao produzir o produto semi-acabado, pelo menos em uma area
parcial do produto semi-acabado, do qual nenhum portador de
dados em forma de cartdo é destacado, pode ser produzida uma
depressdao. Dessa maneira, a utilizagdo do material pode ser
reduzida. Adicionalmente, ¢é possivel deixar espacos abertos
entre portadores de dados em forma de cartdo vizinhos ao
produzir o produto semi-acabado. Isso facilita destacar os
portadores de dados em forma de cartdo a partir do produto
semi-acabado e permite a formagcdo de um contorno externo
preciso dos portadores de dados em forma de cartdo.

Dentro do sistema do método de acordo com a invencdo, pode
ser formada pelo vmenos uma cavidade para receber o mdédulo
possuindo o circuito integrado e &reas de contato conectadas
as mesmas por um tipo de contato constatando em uma posicdo a
qual no primeiro formato padronizado de cartdo é fornecida de
acordo com um padrdo para as Aareas de contato. Isso possui a
vantagem gque um numero relativamente grande de etapas de
processamento podem ser executadas com uma maguina de
processamento a qual é adaptada ao primeiro formato
padronizado de carté&o.

Da mesma forma, ¢é possivel formar pelo menos uma cavidade
de uma maneira lateralmente deslocada em relacdo a posicao das
dreas de contato fornecidas de acordo com o padrdo. Dessa

forma, um grande numero de portadores de dados em forma de
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cartao pode ser produzido por produto semi-acabado e assim os
custos dos materiais podem ser mantidos especialmente baixos.

Preferencialmente, pelo menos uma etapa de processamento é
realizada no produto semi-acabado com uma magquina de
processamento a qual é adaptada ao primeiro formato
padronizado de cartdo e possul pelo menos uma ferramenta a
qual € ajustada ao deslocamento entre a posicdo da cavidade e
a posigdo das 4&reas de contato fornecidas de acordo com o
padrdo no primeiro formato padronizado de cartdo. Assim, é
possivel gue apesar da cavidade que desvia da posicdo de
acordo com o padrdo, uma maguina de processamento pode ser
usada a qual é adaptada & posicdo de acordo com o padrédo.
Adicionalmente, ¢é vantajoso quando pelo menos uma cavidade
para receber um mdédulo possuindo um circuito integrado e Areas
de contato conectadas as mesmas é formada em cada um dos lados
opostos do produto semi-acabado. Isso permite que, por
exemplo, o deslocamento da cavidade em relacdo a posicao de
acordo com o padrdo seja mantido baixo.

Pode ser formada, no produto semi-acabado, uma marcacgao
para identificar um ponto de referéncia do produto semi-
acabado. Assim, um processamento do produto semi-acabado na
posigdo correta é facilitado.

Preferencialmente, pelo menos uma etapa de processamento
por maquina é realizada com o portador de dados em forma de
cartdo, antes do portador de dados em forma de cartdo ser

destacado do produto semi-acabado. Dessa forma ¢é possivel, por
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exemplo, processar uma pluralidade de portadores de dados em
forma de cartdo ao mesmo tempo. Por exemplo, podem ser
aplicados fragmentos de informag¢do no corpo do cartdao do
portador de dados em forma de cartdo, antes do portador de
dados em forma de cartdo ser destacado do produto semi-
acabado. Em particular, tais fragmentos de informagdoc podem
ser aplicados por tecnologia de impresséo.

O produto semi-acabado pode ser produzido, por exemplo, em
um formato de acordo com a norma ISO 7810, em particular no
formato ID-1. Para a produgdo neste formato, h& um grande
numero de maguinas de processamento e uma grande rigueza de
experiéncia.

O portador de dados em forma de cartdo pode ser destacado
do produto semi-acabado por uma operacdo de perfuragdo ou
corte. Em uma variante preferida do método de acordo com a
invengdo, a partir do produto semi-acabado uma pluralidade de
portadores de dados em forma de cartdo ¢é destacada. Isso
permite um alto rendimento e uma boé utilizacdo do material
utilizado. Em particular, podem ser destacados pelo menos
quatro portadores de dados em forma de cartdo do produto semi-
acabado. E especialmente vantajoso, quando a partir do produto
semi-acabado o maior numero possivel de portadores de dados em
forma de cartdo em respeito ao formato do produto semi-acabado
e ao formato do portador de dados em forma de cartdo é
destacado. Aqui, ¢é possivel qgque todos os portadores de dados

em forma de cartdo sejam destacados do produto semi-acabado
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através de uma operacdo de perfuragdo conjunta. Isso possul um
efeito positivo no rendimento.

O portador de dados em forma de cartdo pode ser formado em
um segundo formato padronizado de cartdao. Preferivelmente, o
portador de dados em forma de cartdo é formado em um formato
de acordo com a norma ISO 7810, em particular o formato ID-
000.

Apds destacar do portador de dados em forma de cartdo do
produto semi-acabado, o circuito integrado pode ser
incorporado do corpo do cartdo do portador de dados em forma
de cartdo. Isso permite o uso de maquinas de implantacdo as
quals s&o otimizadas em relagdo ao formato do portador de
dados em forma de cartdo e evitam o risco de um dano do
circuito integrado aoc destacar o portador de dados em forma de
cartdaoc do produto semi-acabado. Adicionalmente, apds destacar
o portador de dados em forma de cartdo do produto semi-
acabado, pode ser realizada uma personalizacdo eletrdénica do
circuito integrado e/ou uma personalizacdo 6ética do corpo do
cartdo. Ao transferir as etapas de personalizagdo para mais
préximo do fim da produgdo, o risco de ter que reproduzir
portadores de dados em forma de cartdo Ja& personalizados
devido a uma falha na producdo pode ser reduzido.

A invengdo ainda é relativa a um produto semi-acabado para
produzir uma pluralidade de portadores de dados em forma de
cartdao, cada gqual possuindo um corpo de cartdo e um circuito

integrado para armazenamento e/ou processamento de dados. O
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produto semi-acabado de acordo com a invencd3o tem um formato
padronizado de cartdo e é caracterizado por compreender uma
pluralidade de corpos de cartdes entre os quais sdo deixados
espagos abertos por tecnologia de injecao.

Tal produto semi-acabado permite a producdo eficiente de
portadores de dados em forma de cartd3o com extremidades feitas
de modo ordenado.

A segulr a invencdo serd explicada em maiores detalhes em
referéncia as modalidades representadas nas Figuras.

Figura 1 mostra uma modalidade de um cartdo de chip
produzido de acordo com a invengdo em uma vista superior
esquematica,

Figura 2 mostra um fluxograma para uma variante do método
de produgdo de acordo com a invencao,

Figuras 3 a 5 mostram diversas modalidades do produto
semi-acabado produzido dentro do sistema da producdoc do cartdo
de chip em uma vista superior esquematica,

Figura 6 mostra uma modalidade adicional do produto semi-
acabado em uma vista superior esquematica,

Figura 7 mostra a modalidade do produto semi-acabado
representado na Figura 6 em uma vista transversal esquematica,

Figura 8 mostra uma modalidade adicional do produto semi-
acabado em uma vista superior esquematica,

Figura 9 mostra a modalidade do produto semi-acabado

representado na Figura 8 em uma vista transversal esquematica,
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Figura 10 mostra uma modalidade para um molde de uma
maquina de implantacdo em uma vista lateral esguematica,

Figura 11 mostra uma modalidade adicional do produto semi-
acabado em uma vista superior esquematica, e

Figura 12 mostra a modalidade do produto semi-acabado
representado na Figura 11 em uma vista transversal
esquematica.

A Figura 1 mostra uma modalidade de um cartdo de chip 1
produzido de acordo com a 1invengdo em uma vista superior
esquematica. O cartd&o de chip 1 possui um corpo de cartdo 2,
por exemplo, no formato ID-000 de acordo com a norma ISO 7810.
No corpo do cartdo 2, estd incorporado um mdédulo de chip 3
possuindo um circuito integrado 4 e &reas de contato 5. As
areas de contato 5 servem para o tipo de contato contatando
por um dispositivo de leitura ndo mostrado nas Figuras e sao
eletricamente conectados com o circuito integrado 4. O cartdo
de chip 1, por exemplo, pode ser formado como um médulo de
segurang¢a para uma unidade de telefone mével. Geralmente, tais
médulos de seguranga sdo referidos pela abreviatura “SIM”.

A produgdo do cartdo de chip 1 representado na Figura 1
por meio do método de acordo com a invencdo a seguir é
explicado com maiores detalhes com base nas Figuras 2 a 11.

A Figura 2 mostra um fluxograma para uma variante do
método de producdo de acordo com a invencdo. O ciclo do
fluxograma tem inicio na etapa S1, na qual um produto semi-

acabado em forma de cartdo 6, as dimensdes externas as quais
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correspondem ao formato ID-1 da norma ISO 7810, ¢é produzido
pela tecnologia de moldagem por injecdo. Modalidades para o
produto semi-acabado 6 s&o representadas nas Figuras 3 a 5.

As Figuras 3 a 5 mostram diversas modalidades do produto
semi-acabado 6 produzido dentro do sistema de produgdo do
cartdo de chip 1 em uma vista superior esquemdtica.

A modalidade do produto semi-acabado 6, representada na
Figura 3 é formada como uma pec¢a plana continua e fornecida
para a produgdo de nove cartdes de chip 1. Consequentemente,
O0s contornos externos de nove corpos de cartdes 2 sao
representados. Com a disposicdo dos corpos de cartdes 2
representada, este é o nuUmero maximo de corpos de cartdes 2
que podem ser posicionados no produto semi-acabado. Dentro do
sistema do processo de moldagem por injecdo no produto semi-
acabado 6 por cartdo de chip 1, uma cavidade 7 é formada para
a implantagdo de um mdédulo de chip 3 por cavidade 7.
Alternativamente, por meio de processo de moldagem @por
injecdo, um produto semi-acabado 6 sem cavidades 7 pode ser
produzido. Neste caso, as cavidades 7 podem ser produzidas,
por exemplo, por um processo de fresagem.

A modalidade do produto semi-acabado 6 representado na
Figura 4, difere daquela na Figura 3 somente por ndo ser
fornecida para a produgdo de nove, mas somente de seis cartdes
de chip 1. Consequentemente, ela sé possul seis cavidades 7.
Em relacdo as suas dimensdes externas, a modalidade da Figura

4 corresponde a Figura 3, ou seja, ela também possui o formato
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ID~-1. Isto significa que a superficie disponivel do produto
semi-acabado 6 ndo é completamente usada.

A modalidade do produto semi-acabado 6 representada na
Figura 5, em contraste com as Figuras 3 e 4, ndo ¢é formada
como uma pec¢a plana continua, mas ¢é dividida em uma
pluralidade de corpos de cartdes 2, os quais sdo separados um
do outro por espagos 8. Em geral, sdo posicionados oito corpos
de cartdes 2 no produto semi-acabado 6 e sdo mantidos por uma
haste circunferencial 9. O formato do produto semi-acabado 6,
representado na Figura 5 pode ser obtido de uma maneira
simples por um desenho respectivo do molde. Com os espagos 8,
a producadao do produto semi-acabado 6 por tecnologia de injecgéo
é facilitada e o uso de material é reduzido.

Em um desenvolvimento da modalidade apresentada na Figura
5, cada um dos corpos de cartdes 2 €& guase completamente
cercados por espagcos 8 e somente conectados um ao outro e/ou
com a haste circunferencial‘9 pbr pecas conectoras estreitas.
As pecgas conectoras séé preferencialmente dispostas eﬁ lugares
nos dgquais um rapido desenvolvimento em potencial dentro do
sistema da produgdo adicional ndoco tenha efeitos negativos.

Apds a producdo do produto semi-acabado 6 na etapa S1, o
produto semi-acabado 6 é impresso na etapa S2. A impresséo
pode ser realizada em um ou ambos os lados, e, por exemplo, um
método de 1mpressdao offset pode ser usado com o qual um
desenho cliente-especifico ¢é impresso na &rea de todos os

corpos de cartdes 2.
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Seguindo a etapa 352, uma etapa S3 é executada na qual
todos os corpos de cartdes 2 sd8o destacados do produto semi-
acabado 6, por exemplo, por uma unica operacdo de perfuracédo
ou um corte a faca. Para a modalidade do produto semi-acabado
6, representado na Figura 3, 1sto significa que o produto
semi-acabado 6 no formato ID-1 é dividido em nove corpos de
cartdes 2 em formato ID-000, através disso também elevando o
gasto de material em uma pequena escala. Na modalidade da
Figura 4, o resultado da etapa S3 sdo seis e na modalidade da
Figura 5, o resultado s&o oito corpos de cartdes 2 no formato
ID-000 separados.

Os corpos de cartdes 2 separados na etapa S3 sé&o
individualmente ©processados mais adiante em um pProcesso
preferivelmente encadeado. Para isso, a etapa S3 é seguida de
uma etapa S4 na qgqual ¢é implantado um mdédulo de chip 3 na
cavidade 7 de cada corpo de cartdo 2.

Dessa forma, em uma etapa S5, cartdes de chip sé&o
sucessivamente personalizados oticamente. Para isso, sao
escritos dados individuais nos corpos de cartdo 2. A escrita
pode ser realizada, por exemplo, com um laser.

A etapa S5 é seguida pela etapa S6 na qual cada cartdo de
chip 1 é personalizado eletronicamente. Aqui, os dados dos
circuitos integrados 4 sdo armazenados, os quais sao
requeridos, por exemplo, para uma aplicacgdo fornecida dos
cartdes de chip. Para realizar a personalizagdo eletrdnica, as

dreas de contato 5 dos cartdes de chip 1, podem ser contatadas
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em uma maneira de tipo de contato por uma magquina de
personalizagdo. Com a execugdo da etapa S6, a producdoc dos
cartdes de chip 1 estd completa e os cartdes de chip 1 estéo
prontos.

Etapa S6 é seguida pela etapa S7, na qual os cartdes de
chip 1 s&o embalados. A embalagem pode ser realizada na forma
de embalagem individual ou embalagem coletiva. Com a etapa S7,
o0 ciclo do fluxograma esta completo.

Desviando da representacdoc da Figura 2, as etapas S4, S5 e
S6 também podem ser realizadas em uma ordem diferente.

Dependendo de quais etapas de processamento sdo executadas
no produto semi-acabado 6 antes da separag¢do dos cartdes de
chip 1 e gquais etapas de processamento sdc executadas nos
cartdes de <chip 1 individualizados, dentro do sistema do

método de acordo com a invencdo, pode ser fornecida uma

‘disposigcdc dos cartdes de chip 1 dentro do produto semi-

acabado ,6 de modo gque as posi¢gdes dos mdéddulos de chip 3
correspondam as posigdes pré-determinadas na norma ISO 7816-2
para o formato ID-1. Isso é explicado a seguir em maiores
detalhes.

Figura 6 mostra uma modalidade adicional do produto semi-
acabado 6 em uma vista superior esquematica. Uma vista
transversal esquemdtica associada é mostrada na Figura 7. Aqui
o corte & feito ao longo da linha AA na Figura 6.

A modalidade do produto semi-acabado 6 representado nas

Figura 6 e 7 é caracterizada por possuir duas cavidades 7 as
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quais sdo formadas em lugares onde de acordo com a norma ISO
7816-2 sdo fornecidas as A&reas de contato 5. Isso significa,
por exemplo, que uma implantacgdo dos médulos de chip 3 nas
cavidades 7 do produto semi-acabado 6 pode ser realizada com
uma méquina convencional de implantacdo para o formato ID-1.
Para este fim, é implantado em um primeiro mbédulo de chip 3
com a magquina de implantacdo em uma das duas cavidades 7 em
uma etapa de processamento. Assim, o produto semi-acabado 6 é
girado 180° em torno de um eixo de rotagdo, o qual é disposto
de forma perpendicular as superficies principais do produto
semi-acabado 6. Em uma etapa adicional de processamento,
entdo, um mdédulo de chip adicional 3 ¢é implantado com a
maguina de implantagd&o na cavidade adicional 7 em uma etapa de
processamento adicional. Para a implantacdo do médulo de chip
3 adicional, pode ser fornecida uma médquina de implantacao
adicional, de modo gque somente um ciclo seja requerido.

Ao modificar a modalidade do produto semi-acabado 6
representado nas Figuras 6 e 7, é possivel produzir quatro
cartdes de chip 1 de um produto semi-acabado 6. No entanto, as
posigdes das &reas de contato 5 fornecidas de acordo com a
norma ISO 7816-2 ndo podem mais ser exatamente satisfeitas no
produto semi-acabado 6. Esta modificagcdo é explicada em
referéncia as Figuras 8 e 9.

A Figura 8 mostra uma modalidade adicional do produto

semi-acabado 6 em uma vista superior esquemdtica. Uma vista
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transversal esquemdtica associada é mostrada na Figura 9. Aqgqui
o corte é feito ao longo da linha BB desenhada na Figura 8.

A modalidade do produto semi-acabado 6 representada nas
Figuras 8 e 9 possuli duas cavidades 7 em cada uma das suas
duas superficies principais, ou seja, ao todo gquatro cavidades
7. Formar as cavidades 7 nas posic¢des para as areas de contato
5, fornecidas de acordo com a norma ISO 7816-2 teria a
consequéncia de que cada dois corpos de cartdo 2 penetrariam
um no outro. Por este motivo a cada cavidade 7 é formada um
pouco mais perto no respectivo lado longo vizinho do produto
semi-acabado 6 do que no caso da modalidade das Figuras 6 e 7.
O deslocamento em relagdo as posic¢cdes fornecidas de acordo com
a norma ISO 7816-2 resultante a partir desse ponto pode ser
permitido por modificag¢des menores da unidade de producédo.
Isso é explicado para a maquina de implantacdo com referéncia
a Figura 10.

Figura 10 mostra uma modalidade para um molde 10 de uma
magquina de implantag¢do em uma vista lateral esquematica. O
molde 10 serve para pressionar o mdédulo de chip 3 na cavidade
7 do produto semi-acabado 6 e ao mesmo tempo para agquecimento
e resfriamento. Pelo aquecimento, por exemplo, um adesivo pode
ser ativado para colar juntos o mdédulo de chip 3 e o produto
semi-acabado 6. O resfriamento por exemplo, serve para evitar
valores nao permissiveis de temperatura na A&area do circuito

integrado 4 ou para acelerar a curagem do adesivo.
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O molde 10 possui um retentor de molde 11 para a montagem
do molde 10 na magquina de implantac¢do. Adicionalmente, o molde
10 possui uma superficie de trabalho 12 a qual durante o
processo de implantacdo é pressionada contra o médulo de chip
3 e também opcionalmente contra o produto semi-acabado. Para
permitir para o deslocamento a cavidade 7 em relacdo a posigéo
fornecida de acordo com a norma ISO 7816-2, a superficie de
trabalho 12 comparada a uma convencional, ou seja,
correspondendo a norma ISO 7816-2, o molde 10 para o formato
ID-1 é desviado por uma distdncia d a gqual corresponde ao
deslocamento da cavidade 7. Quando em um molde 10
convencional, a superficie de trabalho 12 ¢é formada, por
exemplo, simétrica ao retentor de molde 11, entd@o a superficie
de trabalho 12 para um molde 10, o qual é usado com o produto
semi-acabado 6 de acordo com a Figura 8 e 9, é deslocada pela
disténcia d relativa a posigcdo simétrica.

Para ser capaz de determinar a ordem da implantacdo dos
médulos de chip 3 nas cavidades 7 do produto semi-acabado 6, o
produto semi-acabado 6 pode ser fornecido com uma marcacgdo de
diregdo. Para isso, por exemplo, uma fenda pode ser formada em
uma extremidade do produto semi-acabado 6. Aqui, se deve
prestar atengdo a fenda situada fora de quaisquer superficies
de referéncia do produto semi-acabado 6 e dos cartdes de chip
1 produzidos do produto semi-acabado 6.

Com algumas das modalidades acima descritas do produto

semi-acabado 6, areas comparativamente grandes nao sao usadas
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para a produgao de cartdes de chip 1. Assim, ha a
possibilidade de reduzir a espessura do produto semi-acabado 6
nas A4reas situadas fora dos cartdes de <chip 1 a serem
produzidos. Uma modalidade para um produto semi-acabado 6
formada de tal modo é representada na Figura 11.

Figura 11 mostra uma modalidade adicional do produto semi-
acabado 6 em uma vista superior esgquematica. Uma vista
transversal esquemdtica associada ¢é mostrada na Figura 12.
Aqui o corte é feito ao longo da linha CC na Figura 11.

A modalidade do produto semi-acabado 6 representada nas
Figuras 11 e 12 possuil duas cavidades 7 as quais sd&o formadas
e dispostas de maneira anadloga a modalidade das Figuras 6 e
7. Na &area entre as duas cavidades 7, o produto semi-acabado 6
possul uma grande depressdo de superficie 13 por meio da qual
o uso € reduzido na produgdo do produto semi-acabado 6.

Como uma alternativa para a produgdo do produto semi-
acabado 6 através da tecnologia de injec&o, é também possivel
produzir o produto semi-acabado 6 por laminacdo de uma
pluralidade de folhas de pléastico. Isso pode ser requerido em
particular gquando sé&o feitas solicitagcdes estritas em relacgdo
a resisténcia ao desgaste da impresséo ou quando
caracteristicas especiais de seguranga s&o desejadas as dguais
ndo podem ser realizadas com um produto semi-acabado 6 formado
por tecnologia de injegdo ou podem somente ser realizadas com

dificuldades.
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Na maneira descrita acima, cartdes de chip 1 de formato
pequeno podem ser produzidos de um produto semi-acabado 6 que
possui um formato padronizado para cartdes de chip 1. O
produto semi-acabado 6 preferivelmente possui o formato ID-1
de acordo com a norma ISO 7810. No entanto, um formato
padronizado diferente também pode ser usado. Os cartdes de
chip 1, preferivelmente, possuem um formato padronizado,
também, por exemplo, o formato ID-000 de acordo com a norma
ISO 7810. Este formato é usado em particular com unidades de
telefone mdével. Adicionalmente, os cartdes de chip 1 podem
também ser formados como cartdes de memdria para cameras
fotograficas, microcomputadores e etc. nos formatos fornecidos

por estes, por exemplo, como um cartdo multimidia.



10

15

20

25

REIVINDICACOES

1)

2)

3)

4)

Método para a produgdo de um portador de dados em forma de
cartdo (1) possuindo um corpo de cartdo (2) e um circuito
integrado (4) para armazenamento e/ou processamento de
dados, em gque um produto semi-acabado (6) é produzido em um
primeiro formato padronizado de cartdo o qual é maior que o
formato do portador de dados em forma de cartdo (1) e pelo
menos um portador de dados em forma de cartdo (1) ser

destacado do produto semi-acabado (6), caracterizado pelo

fato de para acabar o portador de dados em forma de cartdo
(1) ser realizada pelo menos uma etapa de processamento por
magquina com o portador de dados em forma de cartdo (1) apds
o portador de dados em forma de cartdoc (1) ser destacado do
produto semi-acabado (6).

Método de acordo com a Reivindicacd@o 1 caracterizado pelo

fato do produto semi-acabado (6) ser produzido por
tecnologia de injecao.

Método de acordo com a Reivindicagdo 2, caracterizado pelo

fato da produgdo do produto semi-acabado (6) por tecnologia
de 1injecgdo ser realizada de tal forma gque o ponto de
injecdo (do inglés gate) fique situado fora do portador de
dados em forma de cartdo (1).

Método de acordo com quaisquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato de na producdo do

produto semi-acabado (6) em pelo menos uma Area parcial do

produto semi-acabado (6), da qual nenhum portador de dados
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6)

7)

8)
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em forma de «cartdo (1) ¢é destacado, ser formada uma
depressao (13).
Método de acordo com quaisquer das Reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de na producdo do

produto semi-acabado (6) serem deixados abertos espacgos
entre o©s portadores de dados em forma de cartdo (1)

vizinhos.

Método de acordo com quaisquer das Reivindicac¢des
precedentes, caracterizado pelo fato de pelo menos uma
cavidade (7) ser formada para receber um mdédulo (3)

possuindo o circuito integrado (4) e &reas de contato (5)
conectadas as mesmas por um tipo de contato contatando em
uma posigdo a qual no primeiro formato padronizado de
cartdao €& fornecida de acordo com um padrdo para areas de
contato (5).

Método de acordo com dquaisquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato de pelo menos uma

cavidade (7) ser formada para receber um mddulo (3)
possuindo—o circuito integrado (4) e &areas de contato (5)
conectadas as mesmas por um tipo de contato contatando de
uma maneira lateralmente deslocada para uma posicdo, a qual
no primeiro formato padronizado de cartdo é fornecido de

acordo com um padrdo para areas de contato (5).

Método de acordo com a Reivindicagd&o 7, caracterizado pelo

fato de no produto semi-acabado (6) ser realizada pelo

menos uma etapa de processamento com uma maguina de
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11)
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processamento, a gqual ¢é adaptada ao primeiro formato
padronizado de cartdo e possui pelo menos uma ferramenta
(10) a qual ¢é ajustada ao deslocamento entre a posicgdo da
cavidade (7) e a posigdo das A&reas de contato (5)
fornecidas de acordo ao padrdo no primeiro formato

padronizado de cartédo.

Método de acordo com quaisquer das Reivindicac¢des
precedentes, caracterizado pelo fato de pelo menos uma
cavidade (7) para receber um mddulo (3) possuindo o

circuito integrado (4) e &reas de contato (5) conectadas as
mesmas ser formada em cada um dos dois lados opostos do
produto semi-acabado (6).

Método de acordo com quaisquer das Reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de ser formada no

produto semi-acabado (6) uma marcacdo para identificar um
ponto de referéncia do produto semi-acabado (6).
Método de acordo com gquaisquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato de ser realizada pelo

menos uma etapa de processamento por maquina com o portador
de dados em forma de cartdo (1), antes do portador de dados
em forma de cartdo (1) ser destacado do produto semi-
acabado (06).

Método de acordo com a Reivindicagdo 11, caracterizado pelo

fato de fragmentos de informacdo serem aplicados no corpo

do cartdo (2) do portador de dados em forma de cartdao (1),
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13)

14)

15)

16)

17)

18)
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antes do portador de dados em forma de cartao (1) ser
destacado do produto semi-acabado (6).

Método de acordo com a Reivindicacdo 12, caracterizado pelo

fato de fragmentos de informacdo serem aplicados por
tecnologia de impresséio.
Método de acordo com quaisquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato de o produto semi-

acabado (6) ser produzido em um formato de acordo com a
norma ISO 7810, em particular no formato ID-1.
Método de acordo com quailsquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato do portador de dados

em forma de cartdo (1) ser destacado do produto semi-
acabado (6) por uma operagdo de perfuracdo ou operagao de
corte.

Método de acordo com gqualisquer das Reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de uma pluralidade de

portadores de dados em forma de cartdo (1) ser destacada do
produto semi-acabado (6).
Método de acordo com quaisquer das Reivindicagdes

precedentes, caracterizado pelo fato de pelo menos quatro

portadores de dados em forma de cartdo (1) serem destacados
do produto semi-acabado (6).
Método de acordo com quailsquer das Reivindicacgdes

precedentes, caracterizado pelo fato de ser destacado do

produto semi-acabado (6) 0 maior numero possivel de

portadores de dados em forma de cartdo (1) com respeito ao
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20)

21)

22)

23)
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formato do produto semi-acabado (6) e o formato do portador
de dados em forma de cartao (1).
Método de acordo com quaisquer das Reivindicagdes 16 a 18,

caracterizado pelo fato de todos os portadores de dados em

forma de cartdo (1) serem destacados do produto semi-
acabado por uma operacgdo conjunta de perfuracao.
Método de acordo com quaisquer das Reivindicag¢des

precedentes, caracterizado pelo fato do portador de dados

em forma de cartdo (1) ser formado em um segundo formato
padronizado de cartéao.

Método de acordo com a Reivindicacdo 20, caracterizado pelo

fato do portador de dados em forma de cartdo (1) ser
formado em um formato de acordo com a norma ISO 7810, em
particular no formato ID-000.

Método de acordo com quaisgquer das Reivindicacdes

precedentes, caracterizado pelo fato de apds destacar o

portador de dados em forma de cartdo (1) do produto semi-
acabado (6), o circuito integrado (4) ser incorporado no
corpo do cartao (2) do portador de dados em forma de cartédo
(1) .

Método de acordo com guaisquer das Reivindicacdes

precedentes, caracterizado pelo fato de apds destacar o

portador de dados em forma de cartdo (1) do produto semi-
acabado (6), ser realizada uma personalizacdo eletrdédnica do
circuito integrado (4) e/ou uma personalizacdo oética do

corpo do cartdo (2).



6/6

24) Produto semi-acabadoc para producdo de uma pluralidade de
portadores de dados em forma de cartdo (1) gue possui um
corpo de cartdo (2) e um circuito integrado (4) para
armazenamento e processamento de dados, o produto semi-
acabado (6) possuindo um formato padronizado de cartéo

caracterizado pelo fato do produto semi—-acabado (6)

compreender uma pluralidade de corpos de cartdes (2) entre
0s quais sao deixados abertos espacgos (8) por tecnologia de

injecéao.



............

Fig. 1 ~



2/6

C iNicio )
.

Moldagem por injegio
do produto
semiacabado

l

Impressio do
produto
semiacabado

l

Perfura¢ao do corpo
do cartao

)

Implante do médulo
de chip

Il

personalizagao dtica

i

personalizacao
eletronica

.

Empacotamento do
cartiao de chip

1
D

___—s3



3/6

Fig. 3
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RESUMO

Pedido de Patente de Invengio para: “METODO PARA PRODUZIR UM
PORTADOR DE DADOS EM FORMA DE CARTAO”

A presente invencdo se refere a um método para produzir um
portador de dados em forma de cartdo (1) gque possui um corpo
de cartdo (2) e um circuito integrado (4) para armazenamento
e/ou processamento de dados. Dentro do sistema do método de
acordo com a invengdo, um produto semi-acabado (6) é produzido
em um primeiro formato padronizado de cartdo, o gqual é maior
do que o formato do portador de dados em forma de cartao (1) .
A partir do produto semi-acabado (6) pelo menos um portador de
dados em forma de cartdo (1) é destacado. O método de acordo
com a invengdo é caracterizado por acabar o portador de dados
em forma de cartdo (l) e pelo menos uma etapa de processamento
por maguina ser realizada com o portador de dados em forma de
cartdo (1), apds o portador de dados em forma de cartao (1)

ser destacado do produto semi-acabado (6).
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